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【57】申請專利範圍
1.　一種壓力感測器封裝結構，包含：一封裝導線架，具有一模壓膠層以及多個導線架單
元，該模壓膠層具有一頂面以及一側周面，該等導線架單元設置於該模壓膠層中；一側

壁，設置於該模壓膠層的頂面並圍繞形成一容置區；一壓力感測模組，設置於該模壓膠

層之頂面並且位於該容置區中；以及一封裝矽膠，設置於該容置區並包覆該壓力感測模

組；其中，該等導線架單元分別位於該側壁與該壓力感測模組之間，且未顯露於該模壓

膠層之側周面之外。

2.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該模壓膠層更具有一底面，該等導線
架單元的頂端及底端係分別自該模壓膠層的頂面及底面露出。

3.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該側壁係為模壓樹脂或金屬材質。
4.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該壓力感測模組包含多個晶片單元，
該等晶片單元係以相互堆疊的方式設置於該模壓膠層的頂面。

5.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該壓力感測模組係藉由金屬線電性連
接於該等導線架單元，或是藉由覆晶製程(Flip-chip)電性連接於該等導線架單元。

6.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該模壓膠層係為環氧樹脂。
7.　如申請專利範圍第 1項所述壓力感測器封裝結構，該等導線架單元係為金屬材質。
圖式簡單說明

第 1圖為本發明第一較佳實施例的剖視圖。
第 2圖為本發明第二較佳實施例的剖視圖。
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